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【57】申請專利範圍
1.　一種中空樹脂粒子，係具有外殼部與藉由該外殼部包覆之 1個的中空部分，其中，
該外殼部包含芳香族系聚合物(P1)與非交聯性聚合物(P2)，
該芳香族系聚合物(P1)係藉由包含芳香族系單官能單體(a)及芳香族系交聯性單體(b)之單
體成分(M)的反應得來，
中空率為 20%~45%，
分散試驗後之中空殘存率為 85%以上。

2.　如請求項 1所述之中空樹脂粒子，其中，前述單體成分(M)係包含選自由親水性單官能
單體(c)及磷酸酯系單體(d)所構成群組中之至少 1種。

3.　如請求項 1所述之中空樹脂粒子，其體積平均粒子直徑為 2.0μm~15.0μm。
4.　如請求項 1所述之中空樹脂粒子，其中，前述芳香族系單官能單體(a)為選自由苯乙烯及
乙基乙烯基苯所構成群組中之至少 1種。

5.　如請求項 1所述之中空樹脂粒子，其中，前述芳香族系交聯性單體(b)為二乙烯基苯。
6.　如請求項 2所述之中空樹脂粒子，其中，前述親水性單官能單體(c)係以通式(1)或通式(2)
表示，

在通式(1)中，R1表示 H或 CH3，R2表示 H、烷基、或苯基，R3表示碳數 2~18之烷二

基，m為以 R³–O所示氧烯基之平均加成莫耳數且表示 1 ～ 100的數，m個的 R3相互獨
立，

- 7887 -



在通式(2)中，R4表示 H或 CH3，R5表示碳數 1~10之烷二基或碳數 2~10之烯二基，R6

表示單鍵、碳數 1~10之烷二基、碳數 2~10之烯二基、或亞苯基，X表示單鍵、酯鍵、
醚鍵、或羰基，n表示 1~5的數，n個的 R5、X、R6相互獨立。

7.　如請求項 1所述之中空樹脂粒子，其中，相對於前述芳香族系單官能單體(a)及前述芳香
族系交聯性單體(b)的總量，前述芳香族系交聯性單體(b)的含有比率為 10重量%~60重
量%。

8.　如請求項 2所述之中空樹脂粒子，其中，相對於前述芳香族系單官能單體(a)、前述芳香
族系交聯性單體(b)、前述親水性單官能單體(c)、及前述磷酸酯系單體(d)的總量，前述親
水性單官能單體(c)的含有比率為 0.1重量%~5.0重量%。

9.　如請求項 1所述之中空樹脂粒子，其中，前述非交聯性聚合物(P2)為選自由烯烴系聚合
物及苯乙烯系聚合物所構成群組之至少 1
種。

10.   如請求項 1所述之中空樹脂粒子，其中，前述外殼部中的前述芳香族系聚合物(P1)的含
有比率為 60重量%~99重量%。

11.   如請求項 1所述之中空樹脂粒子，其中，前述外殼部中的前述非交聯性聚合物(P2)的含
有比率為 1重量%~40重量%。

12.   如請求項 1至 11中任一項所述之中空樹脂粒子，其係用於半導體構件用樹脂組成物。
13.   一種半導體構件用樹脂組成物，係包含如請求項 1至 11中任一項所述之中空樹脂粒子。
14.   如請求項 13所述之半導體構件用樹脂組成物，其係用於半導體晶片的密封材。
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